
触碰式的全自动XPS分析装置

Automated XPS Micro-

标准设置要项

● Layout

　 装置本体重量：　1,000 kg

　 搬运门：宽 110cm　高 160cm

● 场地要求

 ・ 电力　　　： 200-230V AC 单相交流电 50/60Hz 50A

 ・ 接地线　　： D-Type

 ・ 压缩空气　： 最小 620 kPa

 ・ 干燥窒素　： 最大   18 kPa 

● 环境

・ 交变磁场　： 3 mG以下

・ 静态磁场　： 1 G 以下

・ 溫度　　　：20℃ ± 5℃

・ 湿度　　　： 70% 以下 ( 无冷凝 )

・ 散热　　　：正常操作时 3000W   仪器烘烤时 4,500W

◎ 选项： 干燥泵、资料分析软件 (MultiPak)
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※ＪP Patent P3752252　US Patent 5,315,113　EP Patent 0590308B1 
  ＪP Patent P3754696　US Patent 5,444,242　EP Patent 0669635B1   
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扫描X射线高灵敏度的小束斑分析示意图

独有的扫描微聚焦X射线源（专利），分析面积在20µm～1.4mm。
采用低能电子和Ar离子同时作用绝缘体表面，实现自动电荷中和（专利）。
高性能的浮动Ar离子枪实现了高速度低损伤的深度分析。

浮动离子枪

　PHI X-tool采用浮动柱状离子枪，实现了最大5kV，稳定且高束流密度的溅射。采用该方法，实现了各模式的深度分析。此外，带电中和的实现

了1～10eV的离子束照射。

自动中和

※ＪP Patent P3616714 US Patent 5,990,476  EP Patent 0848247B1

　XPS可以进行从绝缘体到导体等全部固体表面的元素的分析，之前，绝

缘体样品的电荷中和是操作者设定的一个难点，PHI X-tool很好的解决了

该难题。采用低能量电子束和离子束同时照射，即双束中和（专利*）。

因此，中和条件无须改变（turn-key）,即可分析绝缘体。自动电荷中和

在快速稳定的分析中发挥了重要作用。

最高标准的高性能XPS分析功能

３．采用PHI独有的最先进的硬件

微聚焦扫描X射线源

　PHI X-tool采用PHI独有的扫描微聚焦X射线源（专利*），选择分析微区

或大面积的平均成分。

高收集效率的静电分析器和输入透镜系统，实现了微小区域的高灵

敏度分析。

　并且，扫描型X射线在样品表面扫描，实现了扫描和输入透镜的同步，

以及DEM（Dynamic Emittance  matching）匹配，实现了大面积的高灵敏

度、分辨率的成分分析，面分析，线扫描。

带电中和的概念图

扫描聚焦式微束X－射线

带电中和用
低能量电子束

带电中和用
低能量Ar离子束
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※说明书如有变动恕不另行通知

单位：cm
机械泵

机械泵

维修空间

水冷换热器



自動定性+定量 C, O
ポリマー
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定性分析 _田中 Y2O3定量分析

Hard Disk_1

Hard Disk_2
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特征　１． 卓越的操作性并支援多国语言的分析软件　２． 自动测试及自动报告　

　　　３． PHI独有的最先进的硬件配置

PHI X-tool

自动模式下，从测定开始到报告完成的各个步骤。

1. 样品导入　　　　　　　　　 2. 条件选择　　　　　　　　  3. 测试开始

依据研究、质量控制及材料和目的来设定细致的分析条件

多样的样品观察功能

　b） 实时成像在微小的变
色区域也易于辨认。

　c） X射线激发的二次
电子像易于观测表面微小
的污染区域。

Automated XPS MicroprobeTM

　a） 进样室快照可全面
观察整个样品托盘，易于
实现大面积和程序测定。

C1s状态1 有机污染 C1s状态2 有机器件 O1s成分像
成分像叠加，G状态1

，R状态2

用简单的操作实现高性能的XPS

详细的条件设定和直观的操作，易于实现

快速化学成像测定

　X射线光电子能谱分析（XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy、又称ESCA:Electron Spectroscopy for Chemical Analysis）

是用X射线照射固体表面，测定表面深约10nm激发的光电子谱图，来获得表面组成及化学结合状态的分析方法。XPS是表面分

析法中最流行的手法，特别是在表面处理（粘合，脱模，润滑，印刷），表面异常（表面污染，变色，腐蚀，偏析，异物），

不均匀系触媒（燃料电池等），薄膜（硬盘媒体，太阳能电池等）在内的功能能材料和器件的表面化学分析中发挥重要作用。

　PHI X–tool 图形式的简易操作装置，采用支援多国语言包括日语和中文软件直观的触摸屏操作，设定测量位置和预设置不同

的测量条件，无论是初学者和高级的使用者均易于实现XPS的测定。

　不同的操作者使用设定相同的操作画面，用3步法实现了测定XPS的操作。自动定性，自动定量，自动曲线拟合，自动制作日

本语报告；Ar离子枪用离子蚀刻法做深度分析，束流的扫描面分析与高度分析相对应；当然，依据材料和目的不同，可设定细

致的分析条件。

　另外，支持各种调整的自动化，远程操作及仪器管理和维护。

１． 卓越的操作性

采用75mm x 75mm大型样品托盘

大型样品托盘，对应多样品的逐个测定。

选择准备的预设定

〔例〕 自动定性+定量
　 　→ 全谱图（定性）⋯⋯谱峰识别及
　 　　  识别元素的窄谱扫瞄
　　 　　   → 定量

自动报告

２．自动设定、自动报告

PHI X-tool样品观察，采用如下3方法：

　a ) 进样室快照 b）实时成像 c）X射线激

发二次电子像（SXI）

利用这几种 方法观察内部样品，不论样品

的大小及形态如何均易于确定其测试的位

置。

a）测试模式选择画面 b) 测试元素周期表选择画面

文件名及样品名

称可以输入日语

。

全谱测试中的自动定性功能

　采用扫描X射线和高灵敏度检测器以及非扫描
模式，实现了快速分析。使用MultiPak软件和最
小二乘法拟合，实现了化学态成像分析。
图为有机器件表面的有机污染物化学成像分析

事例。

＊使用MultiPak 数据分析软件实例。

75 mm ２ mm 500 mm

c)  窄扫瞄设定条件画面

PHI X-tool 软件支持简单直观的触摸屏操作，及全部的XPS 测定操作。

用户可以从手动操作到自动操作（自动定性，定量，分析及报告完成）自由选择，无论操作者是否有XPS的经验，均可以应付。

另外，采用平板电脑，实现了智能的操作环境。

具备分析点的Auto-Z自动对中（高速自动的高度调整）功能，绝缘样品的全自动中和功能。

实现测定位置的设定，未知样品的测定及分析。

自动分析的内容

測定名称
Confidential

ULVAC-PHI  
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1. 測定内容

1.1 測定条件

1.2 測定位置

fig. 1.2.1  Test Platen

table. 1.2.1  Acquisition Point

Location ID Thumbnail
Phtograph Sample Description

0 NEW

測定名称
Confidential
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2. 結果

2.1 原子組成表

ID C1s O1s Ag3d5

0 66.6 28.5 4.9

ID O1s Ag3d5 C1s

0 4.6 84.9 10.5

2.2 SurveyMultiplex

table. 2.2.1  File Table

Position FileName

0 20110819\396100_0_184252.spe

10x5 Point0

Energy(eV)

c/
s

SURVEY

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

-231773775777779771177

O1s

Ag3d5
C1s

fig. 2.2.1  Point0

table. 2.2.2  ファイル名一覧

Position FileName

0 20110819\396600_0_184324.spe

10x4 Point0

Energy(eV)

c/
s

Su1s

0

1

2

3

4

5

6

7

-27173373573773973

Co2p3 F1s

O1s

C1s

结合材料和目的，可

详细设定分析的条件

。

各光电子峰和俄

歇峰设定。

通过能，步长，积

分时间均可设定。

d) 注释输入画面

 ： 谱峰的识别

 ： 自动选定谱峰范围定量

 ： 实现预定条件的曲线拟合

 ： 自动完成日语报告

　■  定性

　■  定量

　■  曲线拟合

　■  报告
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